





 物联网流量卡
硬件技术规范书






南方电网大数据服务有限公司
2024年05月














目 录

前  言	1
1.范围	1
2.规范性引用文件	1
3.术语、定义和缩略语	3
4. 用户卡分类概述	4
5. 物理特性	4
5.1 外观尺寸	5
5.1.1 插拔式用户卡	5
5.1.1.1 ID-1	5
5.1.1.2 Plug-in	5
5.1.1.3 3FF	5
5.1.1.4 4FF	6
5.1.1.5 3FF/2FF 双切	6
5.1.1.6 4FF/2FF 双切	6
5.1.1.7 4FF/3FF/2FF 三切	6
5.1.2 焊接式用户卡	6
5.1.2.1 MS 卡	6
5.2 格式与布局	7
5.2.1 插拔式用户卡	7
5.2.1.1 ID-1	7
5.2.1.2 Plug-in	7
5.2.1.3 3FF	7
5.2.1.4 4FF	7
5.2.2 焊接式用户卡	7
5.2.2.1 MS 卡	7
5.3 触点	7
5.3.1 触点分配	8
5.3.1.1 插拔式用户卡	8
5.3.1.2 焊接式用户卡	8
5.3.2 激活和去激活	9
5.3.3 空闲触点	9
5.3.4 触点压力	9
5.4 卡的翘曲	9
5.5 剥离	9
5.6 耐化学性	9
5.7 温度和湿度条件下卡尺寸的稳定性和翘曲	9
5.8 粘连或并块	10
5.9 弯曲特性	10
5.10 动态弯曲应力	10
5.11 动态扭曲应力	10
5.12 紫外线	10
5.13 X 射线	10
5.14 静磁场	10
5.15 操作和存储温度	11
5.16 湿度	11
5.17 振动	11
5.18 模块附着力	11
5.19 抗静电	11
5.20 机械强度（触点）	11
5.21 触点表面轮廓	11
5.22 电阻（触点）	12
5.23 擦写次数	12
5.24 数据保存时间	12
5.25 卡表面镀层	12
6.电气特性	12
7.编制历史	13
附录A物联卡主要物理特性指标对比	14
附录B JEDEC22-B103对振动的分级检测要求	17
附录C 高频文件列表	18


1
[bookmark: _Toc174712055]前  言 
用户卡的主要功能是安全存储数据、动态加载更新应用、提供安全运算能
力、标识用户身份等。本标准对中国移动用户卡的硬件层能力提出规范性要
求。 
本标准包括用户卡的物理特性、电气特性等内容，其来源于以下三本技术
标准，包括《中国移动SIM卡技术规范 v1.0.0》（QB-E-065-2011）、《中国移
动LTE USIM卡技术规范 v1.0.0》（QB-E-023-2011）、《中国移动M2M (U)SIM
卡设备规范 v2.0.0》（QB-E-064-2011）。本标准将取代上述三本标准中有关物
理特性、电气特性的内容。 
本标准是用户卡系列标准之一，该系列标准的结构、名称或预计的名称如
下： 
	序号 
	标准编号 
	标准名称 

	[1] 
	 
	《中国移动用户卡硬件技术规范》 

	[2] 
	 
	《中国移动用户卡COS技术规范》 

	[3] 
	 
	《中国移动用户卡应用基础能力技术规范》 

	[4] 
	QB-E-017-2012 
	《中国移动用户卡应用基础能力技术规范-
应用开发API分册》 


本标准的附录A、附录B为标准性附录。 
[bookmark: _Toc174712056]1.范围 
本标准规定了中国移动目前发行的用户卡的硬件要求，原则上在中国移动内部使用，
为中国移动开展卡业务提供技术依据。 
[bookmark: _Toc174712057]2.规范性引用文件 
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，
其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 
表2-1  规范性引用文件 
	序号 
	标准编号 
	标准名称 
	发布单位 

	[1] 
	QB-E-065-2011 
	《中国移动SIM卡技术规范》 
	中国移动通信集团公司 

	[2] 
	QB-E-064-2011 
	《中国移动M2M (U)SIM卡设备规范》 
	中国移动通信集团公司 

	[3] 
	QB-E-023-2011 
	《中国移动LTE USIM卡技术规范》 
	中国移动通信集团公司 

	[4] 
	 7810 
(2003) 
	Identification cards 
— Physical 
characteristics 
	ISO/IEC 

	[5] 
	 7816-1  
(1998) 
	Identification cards 
- Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 1: Physical 
characteristics 
	ISO/IEC 

	[6] 
	7816-1  
(2011) 
	Identification cards 
- Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 1: Physical 
characteristics 
	ISO/IEC 

	[7] 
	7816-2 
(2007) 
	Identification cards 
- Integrated circuit cards - Part 2: Cards with contacts - 
Dimensions and location of the contacts 
	ISO/IEC 

	[8] 
	10373-1 
	Identification cards 
— Test methods — 
	ISO/IEC 



	
	
	Part 1: 
General 
characteristics 
	

	[9] 
	TS 102.221 
(V11.0.0) 
	
	Smart 
	Cards; 

	UICC-Terminal 
interface;Physical and logical Characteristics 




	ETSI 

	[10] 
	TS 102.600 
(V7.6.0) 
	Smart Cards; 
UICC-Terminal 
interface; 
	Characteristics 
	of 



the USB interface 
	ETSI 

	[11] 
	TS 102.613 
(V7.8.0) 
	Smart Cards; 
UICC - Contactless 
	Front-end 
	(CLF) 



Interface; 
Part 1: Physical and 
	data 
	link 
	layer 



characteristics 
	ETSI 

	[12] 
	17554-1 
(2006) 
	识别卡测试方法 
第1部分:一般特性测试 
	国标委 

	[13] 
	TS 11.11 
(V8.14.0) 
	
	3rd 
	Generation 

	Partnership Project; 



Technical 
	Specification 
	Group 



Terminals 
Specification of the 
	Subscriber 
	Identity 



Module - 
Mobile Equipment (SIM 
- ME) interface 
	3GPP 

	[14] 
	22-B103 
(2006) 
	
	Vibration, 
Frequency 
	Variable 




	JEDEC 

	[15] 
 
 
 
	TS 102.671 
（V9.1.0） 
 
 
	
	Smart 
	Cards;Machine 

	to 
	Machine 

	UICC;Physical 
	and 

	logical characteristics 




	ETSI 
 
 
 


[bookmark: _Toc174712058]3.术语、定义和缩略语 
下列术语、定义和缩略语适用于本标准： 

表3-1  术语、定义和缩略语 
	词语 
	解释 

	2FF 
	Second format of UICC 

	3FF 
	Third format of UICC 

	4FF 
	Fourth format of UICC 

	APDU 
	Application Protocol Data Unit 应用协议数据单元 

	M2M 
	Machine to Machine 机器对机器 

	MP卡 
	M2M Plug-in卡的简称，插拔式物联卡 

	MS卡 
	M2M SMD卡的简称，采用SMD贴片封装工艺使得用户卡的芯片可
以直接焊接在模组上或终端内部 

	OTA 
	Over The Air 空中传输协议 

	QFN 
	Quad Flat No-lead Package 方形扁平无引脚封装 

	 SIM 
	Subscriber Identity Module 用户识别模块 

	SMD 
	Surface Mounted Devices 表面贴装器件 

	SMS 
	Short Message Service 短消息服务 

	STK 
	SIM Toolkit SIM卡应用交互机卡协议 

	SWP 
	Single Wire Protocol 单线全双工数据传输技术 

	UICC 
	Universal Integrated Circuit Card，通用集成电路卡 

	USIM 
	Universal Subscriber Identity Module 通用用户识别模块 

	载带 
	指卡正面的金属贴片部分，其主要提供卡的外部触点以实现卡芯片与终端的物理连接，同时对卡的芯片起到支承和保护作用 


[bookmark: _Toc174712059]4. 用户卡分类概述 
按照应用环境，用户卡可分为普通用户卡和物联卡。普通用户卡指应用于普通环境（通
常指人所处的自然环境）的卡，目前中国移动发行的普通用户卡有普通USIM卡、超级SIM卡卡、无线座机卡等。物联卡指应用于物联网的卡，具备消费级和工业级两类级别，消费级物联卡的物理特性与普通USIM卡基本一致，工业级物联卡其在抵抗高低温、高湿度、擦写次数等方面有独特优势，能够满足特殊环境的要求（物联卡的物理特性对比参见附录A。），目前中国移动发行的物联卡有MP卡（主要指MP1、MP2卡）、MS卡(主要指MS0卡、MS1卡)。 
按照使用方法，物联卡可分为插拔式物联卡和焊接式物联卡。插拔式物联卡是指用户
在使用时可直接将卡插入终端或从终端取出，目前中国移动发行的插拔式物联卡有Plug-in、3FF均属于插拔式用户卡。焊接式物联卡是指通过专业的工艺将卡焊接在模组或终端内部，以实现紧密牢固的物理连接，尺寸较小，相对于插拔式卡，具有较高的抗振动性。目前中国移动发行的焊接式用户卡有MS0卡、MS1卡。 
按照卡片是否带卡基,中国移动用户卡可分为带全卡卡基的用户卡、带半卡卡基的用户
卡、以及不带卡基的用户卡。 
[bookmark: _Toc174712060]5. 物理特性 
本章所涉及的物理特性技术指标，若无特殊说明，均适用于各种用户卡。 
[bookmark: _Toc174712061]5.1 外观尺寸 
外观尺寸是指卡的外观物理尺寸，即卡的长度、宽度、厚度等。 
[bookmark: _Toc174712062]5.1.1 插拔式用户卡 
插拔式用户卡的外观尺寸有ID-1、Plug-in（2FF）、3FF、4FF等。 
对于Plug-in（2FF）、3FF、4FF等尺寸的用户卡，根据生成规格的不同，分为不带卡
基、带全卡卡基、带半卡卡基三类。卡片不带卡基时，矩形长、宽尺寸符合各自形态的要求，
卡片正面和背面应保持平整。卡片带全卡卡基时，全卡卡基的矩形长、宽尺寸符合ID-1卡要
求，卡片正面和背面应保持平整。当卡片带半卡卡基时，半卡卡基的矩形长尺寸为41.7mm～
42.9mm，矩形宽尺寸符合ID-1卡要求，且卡片正面和背面应保持平整。 
[bookmark: _Toc174712063]5.1.1.1 ID-1 
矩形长度为85.47mm～85.72mm；矩形宽度为53.92mm～54.03mm；厚度应为0.76±
0.08mm。 
遵循ETSI TS 102.221[9]的要求。 
[bookmark: _Toc174712064]5.1.1.2 Plug-in 
Plug-in也称2FF，其矩形长度为25±0.1mm；矩形宽度为15±0.1mm；厚度应为0.76±
0.08mm。 
2FF卡可置于全卡卡基和半卡卡基中，此种情况下，卡片和卡基的厚度必须符合ID-1卡
的要求，2FF卡距离卡基的上边缘16.48mm，距离左边缘6.25mm。 
遵循ETSI TS 102.221[9]的要求。 
[bookmark: _Toc174712065]5.1.1.3 3FF 
3FF也称Mini-SIM、Micro SIM或Mini-UICC,矩形长度为15±0.1mm；矩形宽度为12±
0.1mm；厚度应为0.76±0.08mm。 
3FF卡可置于全卡卡基和半卡卡基中，此种情况下，卡片和卡基的厚度必须符合ID-1卡
的要求，3FF卡距离大卡的上边缘17.89mm，距离左边缘8.1mm。 

遵循ETSI TS 102.221[9]的要求。 
[bookmark: _Toc174712066]5.1.1.4 4FF 
4FF也称Nano SIM，矩形长度为12.30±0.10mm；矩形宽度为8.80±0.10mm；厚度应为
0.60mm～0.70mm。 
4FF卡可置于全卡卡基和半卡卡基中，此种情况下，卡片和卡基的厚度必须符合4FF卡
的要求，4FF卡距离大卡的上边缘18.22mm，距离左边缘9.25mm。 
遵循ETSI TS 102.221[9]的要求。 
[bookmark: _Toc174712067]5.1.1.5 3FF/2FF 双切 
3FF/2FF双切卡，矩形长、宽尺寸符合各自形态的要求，厚度符合2FF、3FF要求，卡片
正面和背面应保持平整。 
3FF/2FF双切卡可置于全卡卡基和半卡卡基中，此种情况下，卡片和卡基的厚度必须符
合ID-1卡的要求，卡距离大卡的上边缘16.48mm，距离左边缘6.25mm。 
[bookmark: _Toc174712068]5.1.1.6 4FF/2FF 双切 
4FF/2FF双切卡，矩形长、宽应符合各自形态的要求，厚度符合4FF卡标准，卡片正面
和背面应保持平整。 
4FF/2FF双切卡可置于全卡卡基和半卡卡基中，此种情况下，卡片和卡基的厚度必须符
合4FF卡的要求，卡距离大卡的上边缘16.48mm，距离左边缘6.25mm。 
[bookmark: _Toc174712069]5.1.1.7 4FF/3FF/2FF 三切 
4FF/3FF/2FF三切卡，矩形长、宽、厚度应符合各自形态的国际标准，且卡片正面和背
面应保持平整。 
4FF/3FF/2FF三切卡可置于全卡卡基和半卡卡基中，此种情况下，卡片和卡基的厚度应
满足0.68mm～0.70mm，卡距离大卡的上边缘16.48mm，距离左边缘6.25mm。 
[bookmark: _Toc174712070]5.1.2 焊接式用户卡 
焊接式用户卡的外观尺寸主要包括MS卡。 
[bookmark: _Toc174712071]5.1.2.1 MS 卡 
外观尺寸为矩形，水平长度为6.00±0.15mm，垂直长度为5.00±0.15mm。 遵循ETSI TS 102.671[15]中6.2.2节的要求。 

[bookmark: _Toc174712072]5.2 格式与布局 
格式与布局是指卡触点的位置和尺寸，与卡的外观尺寸有紧密联系，因此主要根据用
户卡的使用方法进行区分。 
[bookmark: _Toc174712073]5.2.1 插拔式用户卡 
插拔式用户卡有ID-1、Plug-in、3FF、4FF等不同的格式与布局。 
[bookmark: _Toc174712074]5.2.1.1 ID-1 
遵循ETSI TS 102.221[9] 第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712075]5.2.1.2 Plug-in 
遵循ETSI TS 102.221[9]第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712076]5.2.1.3 3FF 
遵循ETSI TS 102.221[9]第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712077]5.2.1.4 4FF 
遵循ETSI TS 102.221[9]第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712078]5.2.2 焊接式用户卡 
[bookmark: _Toc174712079]5.2.2.1 MS 卡 
遵循ETSI TS 102.671[15]第6.2.2节的要求。 
[bookmark: _Toc174712080]5.3 触点 
符合本标准的卡定义了8个触点，分别为C1～C8。 

[bookmark: _Toc174712081]5.3.1 触点分配 
[bookmark: _Toc174712082]5.3.1.1 插拔式用户卡 
对于插拔式的卡，包括ID-1、Plug-in、3FF、4FF卡，其触点定义如下表所示： 
表5-1  插拔式卡的触点定义 
	触点号 
	分配 
	触点号 
	分配 

	C1 
	电源电压（Vcc） 
	C5 
	地（GND） 

	C2 
	复位（RST） 
	C6 
	注2 

	C3 
	时钟（CLK） 
	C7 
	输入/输出（I/O） 

	C4 
	注1 
	C8 
	注1 


注1：C4、C8触点是可选的。如果卡提供C4、C8触点但实际未使用，这两个触点在内部
可以直接相连。对于C4、C8触点未使用的情况，卡的载带可使用6触点的结构，其余6个触点的格式与布局遵循5.2节的要求。 
注2：C6触点可用于Vpp编程电压或者SWP。当C6触点用于SWP，遵循ETSI TS 102.613[11]
的要求。 
[bookmark: _Toc174712083]5.3.1.2 焊接式用户卡 
对于焊接式的卡，触点分布图如下： 
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图5-1  MS卡底视图 
C1-C8的具体的触点定义，遵照ETSI TS 102.671[9]第6.1.1节。 
[image: 图示, 工程绘图, 示意图

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc174712084]5.3.2 激活和去激活 
遵循ETSI 102.221[9]第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712085]5.3.3 空闲触点 
遵循ETSI 102.221[9]第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712086]5.3.4 触点压力 
遵循ETSI 102.221[9]第4章的要求。 
[bookmark: _Toc174712087]5.4 卡的翘曲 
当卡产生一定范围内的翘曲之后应确保能正常工作。普通用户卡及MP1物联卡的整卡翘
曲应小于1.5mm。MP2物联卡的整卡翘曲应小于1mm。 
[bookmark: _Toc174712088]5.5 剥离 
遵循ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 
[bookmark: _Toc174712089]5.6 耐化学性 
卡应经受住正常处理和使用时出现的化学影响，卡应能保证正常工作且外观应符合要
求。测试方法遵循GB/T 17554.3-2006[12]、ISO/IEC 10373-1[8]的要求（测试参数可视需求进行调整）。 
另外，针对MP2、MS1工业级物联卡，要求增加测试：酸/碱各48小时，遵循GB17554[12]
的要求。 
[bookmark: _Toc174712090]5.7 温度和湿度条件下卡尺寸的稳定性和翘曲 
卡暴露在环境温度为－35℃～＋50℃之间和相对湿度5%～95%之间，卡的尺寸及翘曲符
合要求。遵循ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 

[bookmark: _Toc174712091]5.8 粘连或并块 
当卡堆积在一起时，必须容易用手分开，并且外观无损伤。遵循ISO/IEC 10373-1[8]
的要求。 
[bookmark: _Toc174712092]5.9 弯曲特性 
卡应能承受正常使用期间的变形（弯曲），在弯曲后卡的最大偏移值、最小偏移值以
及弯曲变形值应在规定范围之内。遵循ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 
此项技术指标要求仅适用于外观尺寸为ID-1的卡。 
[bookmark: _Toc174712093]5.10 动态弯曲应力 
在1000次弯曲后，卡应保持其功能完好，且不应显示出任何破裂。遵循ISO/IEC 
10373-1[8]的要求。 
此项技术指标要求仅适用于外观尺寸为ID-1的卡。 
[bookmark: _Toc174712094]5.11 动态扭曲应力 
在1000次扭曲后，卡应保持其功能完好，且不应显示出任何破裂。遵循ISO/IEC 
10373-1[8]的要求。 
此项技术指标要求仅适用于外观尺寸为ID-1的卡。 
[bookmark: _Toc174712095]5.12 紫外线 
卡的任何一面在接受总能量为15Ws/cm2 的紫外线光照后，卡应能保证正常工作。遵循
ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 
[bookmark: _Toc174712096]5.13 X 射线 
卡的任何一面曝光0.1Gy剂量，相当于70至140KV的中等能量X射线（一年的累计剂量），
卡应能保证正常工作。遵循ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 
[bookmark: _Toc174712097]5.14 静磁场 
卡暴露在稳定的79500A/m（1000Qe）磁场下，卡应能保证正常工作。遵循ISO/IEC 
10373-1[8]的要求。 
[bookmark: _Toc174712098]5.15 操作和存储温度 
普通用户卡、MP1、MS0卡应能保证在-25℃～+85℃的温度范围内可正常工作及存储。 
MP2卡和MS1卡应能保证在-40℃～+105℃的温度范围内可正常工作及存储。 
[bookmark: _Toc174712099]5.16 湿度 
普通用户卡、MP1、MS0卡应能保证在+50℃，相对湿度范围90%～95%，1000小时的条件
下，卡可正常工作及存储。 
MP2和MS1卡应能保证在+85℃，相对湿度范围90%～95%，1000小时的条件下，卡可正常
工作及存储。 
[bookmark: _Toc174712100]5.17 振动 
插拔式用户卡应能保证在5Hz～500Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存储。 焊接式用户卡应能保证在20Hz～2000Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存
储。 
对于振动的加速度、振幅等的详细要求参见附录B。 
[bookmark: _Toc174712101]5.18 模块附着力 
对模块施加60N的拉力并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡应能保证正常工作和存
储。遵循ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 
[bookmark: _Toc174712102]5.19 抗静电 
卡应能保证在任意触点和地之间，施加2000V的静电（可由电容器放电形成），卡应能
保证正常工作。遵循ISO 7816-1[5]的要求。 
[bookmark: _Toc174712103]5.20 机械强度（触点） 
卡应能抵抗对其表面及其任何组成成分的损害。在每个触点表面和触点区域（整个导
电表面）施加压力，卡应能保证正常工作。遵循ISO/IEC 10373-1[8]的要求。 
[bookmark: _Toc174712104]5.21 触点表面轮廓 
遵循ISO/IEC 7816-1[6]的要求。 
[bookmark: _Toc174712105]5.22 电阻（触点） 
遵循ISO/IEC 7816-1[6]的要求。 
[bookmark: _Toc174712106]5.23 擦写次数 
擦写次数是指通过UPDATE指令等方式更新卡内文件或数据，保证卡可以正常擦写和读
取的最小次数。卡应保证在重复擦写数据存储区的情况下，某些常用文件（例如SMS）和数据不会因频繁操作而导致损坏。 
普通用户卡（普通USIM卡、超级SIM卡等）和消费级物联卡（MP1卡、MS0卡等）应能保
证10万次的擦写次数，另外对于卡片中的高频文件（高频文件列表参见附录C）应利用芯片的不同区域进行擦写，从而增加部分高频文件的擦写次数，达到延长卡片寿命的目的。高频文件的擦写次数应能保证50万次的擦写次数。 
工业级物联卡（MP2卡、MS1卡等）应能保证50万次的擦写次数。 
[bookmark: _Toc174712107]5.24 数据保存时间 
数据保存时间是指卡在无源情况下的数据保存时间，不包括由于对卡进行擦写操作导
致卡片数据损坏的情况。 
卡的数据保存时间要求为10年。 
 
[bookmark: _Toc174712108]5.25 卡表面镀层 
普通用户卡、NFC USIM卡、MP1卡的触点接触面:镍层厚度不小于2μm，金层厚度不小
于0.015μm。 
MP2卡的触点接触面:镍层厚度不小于2μm，金层厚度不小于0.03μm。 
[bookmark: _Toc174712109]6.电气特性 
如无特殊申明，以下要求适用于所有中国移动用户卡。 
SIM卡的电气特性遵循3GPP TS 11.11[13]的要求。 
USIM卡7816接口供电电压包括A，B，C三类，分别对应5V± 10 %, 3 V± 10 % 和 1.8 
V± 10 %。本标准USIM卡应至少支持B和C两个连续的电压级别。 
其他要求参见ETSI TS 102.221[9]第5章。 
	当卡支持SWP，其电气特性遵循ETSI 102.613[11]的要求。 
[bookmark: _Toc174712110]7.编制历史 
	版本号 
	更新时间 
	主要内容或重大修改 

	1.0.0 
	2012-10-25 
	本标准定义了中国移动用户卡的物理特性、电气特性等内容。 
1.0.0版；编号：QB-E-022-2012 

	2.0.0 
	2015-07-24 
	将第4章用户卡架构改为用户卡分类概述；修订5.1节描述，修订

	
	
	5.1.1节外观尺寸的具体数值的表述方式，修订5.1.2节MS卡的要求；修订5.2.1.1节的参考标准；修订5.2.2MS卡的格式与布局要求；修订5.3.1触点分配要求；修订5.6节耐化学性要求；修订5.23擦写
次数要求；修订第6章电气特性要求。 

	2.0.1 
	2018-09-20 
	增加5.2.5章节 对M2M卡的工业级卡的卡体材料提出要求 

	2.0.2 
	2018-10-05 
	增加半卡卡基和全卡卡基的要求、去掉对工业级卡的卡体材料要求 

	2.0.3 
	2020-02-28 
	删除原2.0.3版本中MS(2x2)卡的内容；修订5.23节中普通卡、MP1、MS0卡的擦写次数要求；5.6节中增加耐化学性测试前三轮测试的参考标准；增加5.25节卡表面镀层 



[bookmark: _Toc174712111]附录A物联卡主要物理特性指标对比
                         主要物理特性指标对比
	产品指标 
	MP1 
	MP2卡 
	MS0卡 
	MS1卡 

	物理特性 
	外观尺寸 
	2FF：矩形长度为25±0.1mm；矩形宽度为15±0.1mm；厚度应为0.76±0.08mm 
3FF：矩形长度为15±0.1mm；矩形宽度为12±0.1mm；厚度应为0.76±0.08mm； 
4FF ： 矩 形 长 度 为12.30±0.10mm；矩形宽 度 为 8.80 ±0.10mm ； 厚 度 应 为0.60mm～0.70mm 
	2FF：矩形长度为25±0.1mm；矩形宽度为15±0.1mm；厚度应 为 0.76 ±0.08mm； 
3FF：矩形长度为15±0.1mm；矩形宽度为12±0.1mm；厚度应 为 0.76 ±0.08mm 
	
	MS0（5x6）：水 平 长 度 为

	6.00
	±

	0.15mm ，垂直长度为5.00±0.15mm; 
MS0（2x2）：水 平 长 度 为2.00±0.1mm，垂 直 长 度 为2.00±0.1mm 




	MS1(5x6):水平长度为 6.00±0.15mm，垂直长度 为 5.00 ±0.15mm; 
MS1（2x2）：水平长度为 2.00±0.1mm，垂直长度为 2.00±0.1mm 

	
	操 作 和 存储温度 
	-25～+85℃ 
	-40～+105℃ 
	-25～+85℃ 
	-40～+105℃ 

	
	湿度 
	+50℃，相对湿度范围90%~95%，1000小时的条件下，卡可正常工作及存储 
	-40 ～ +105 ℃的温度范围，1000小时的条件下，可正常工作及存储 
	
	+50℃，相对湿

	度
	范
	围

	90%~95%，1000小 时 的 条 件下，卡可正常工作及存储 




	-40～+105℃的温度范围，1000小时的条件下，可正常工作及存储 

	
	振动 
	5Hz～500Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存储 
	5Hz～500Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存储 
	20Hz ～ 2000Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存储 
	20Hz ～ 2000Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存储 

	
	擦写次数 
	基础10万次，高频文件50万次 
	50万次 
	基础10万次，高频文件50万次 
	50万次 

	
	卡的翘曲 
	整卡翘曲小于1.5mm 
	整卡翘曲小于1mm 
	-- 
	-- 

	
	耐化学性 
	ISO/IEC 10373-1 
	
	ISO/IEC 
10373-1 
另外，增加酸/碱)各48小时，

	遵
	循




	ISO/IEC 
10373-1 
	ISO/IEC 
10373-1 
另外，增加酸/碱各48小时，遵循GB17554[12]

	
	
	
	GB17554[12]
的要求 
	
	的要求 

	
	温度和湿度条件下卡尺寸的稳定性和翘曲 
	ISO/IEC 10373-1 
	ISO/IEC 
10373-1 
	ISO/IEC 
10373-1 
	ISO/IEC 
10373-1 

	
	紫外线 
	卡的任何一面在接受总 能 量 为 15Ws/cm2 的紫外线光照后，卡应能保证正常工作 
	卡的任何一面在接受总能量为15Ws/cm2 的紫 外 线 光 照后，卡应能保证正常工作 
	卡的任何一面在接受总能量为15Ws/cm2 的紫 外 线 光 照后，卡应能保证正常工作 
	卡的任何一面在接受总能量为 15Ws/cm2 的紫外线光照后，卡应能保证正常工作 

	
	X射线 
	卡的 任何一面曝 光0.1Gy剂量，相当于70至140KV的中等能量X射线（一年的累计剂量），卡应能保证正常工作 
	卡的任何一面曝 光 0.1Gy 剂量，相当于70至 140KV 的 中等 能 量 X 射 线（一年的累计剂量），卡应能保证正常工作 
	卡的任何一面曝 光 0.1Gy 剂量，相当于70至 140KV 的 中等 能 量 X 射 线（一年的累计剂量），卡应能保证正常工作 
	卡的任何一面曝 光 0.1Gy 剂量，相当于70至140KV的中等能量X射线（一年 的 累 计 剂量），卡应能保证正常工作 

	
	静磁场 
	卡 暴 露 在 稳 定 的79500A/m（1000Qe）磁场下，卡应能保证正常工作 
	
	卡暴露在稳定

	的
	79500A/m

	（1000Qe）磁场下，卡应能保证正常工作 




	
	卡暴露在稳定

	的
	79500A/m

	（ 1000Qe）磁场下，卡应能保证正常工作 




	
	卡暴露在稳定

	的
	79500A/m

	（1000Qe）磁场下，卡应能保证正常工作 





	
	模块附着力 
	对模块施加60N的拉力并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡应能保证正常工作和存储 
	对 模 块 施 加60N 的 拉 力 并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡应能保证正常工作和存储 
	对 模 块 施 加60N 的 拉 力 并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡应能保证正常工作和存储 
	对模块施加60N的拉力并持续1分钟，模块不应从卡上分离，卡应能保证正常工作和存储 

	
	抗静电 
	卡应能保证在任意触点和 地之间，施 加2000V的静电（可由电容器放电形成），卡应能保证正常工作 
	卡应能保证在任意触点和地之 间 ， 施 加2000V 的 静 电（可由电容器放电形成），卡应能保证正常工作 
	卡应能保证在任意触点和地之 间 ， 施 加2000V 的 静 电（可由电容器放电形成），卡应能保证正常工作 
	卡应能保证在任意触点和地之 间 ， 施 加2000V 的 静 电（可由电容器放电形成），卡应能保证正常工作 

	
	卡表面镀层 
	镍层厚度不小于2μm，金层厚度不小于
	镍层厚度不小于2μm，金层
	-- 
	-- 

	
	
	0.015μm 
	厚 度 不 小 于0.03μm 
	
	

	其他（参考） 
	成本 
	低 
	高 
	中 
	高 

	
	防盗用性 
	插拔式，被取出恶意盗用风险大 
	插拔式，被取出恶意盗用风险大 
	焊 接 在 设 备内，被取出恶意盗用风险小 
	焊接在设备内，被取出恶意盗用风险小 

	
	应用行业建议 
		 
 
 
 
 
	POS机 
机顶盒 
消费类电子产品 
体积要求不高的穿戴设备 
智能家居 




		 
 
 
 
	电力监控行业 
燃气监控行业 
矿山及能源开采行业 
城市公用事业的安防监控 




		 
 
	消 费类电子产品 
体 积要求高 的穿戴设备 




		 
 
 
 
	交通运输 
物流管理 
气象监测 
车辆监控 







[bookmark: _Toc174712112]附录B JEDEC22-B103对振动的分级检测要求 
此方法针对用于电气设备的部件，其目的是确定部件抵御在运输或室外作业中产生的
中度至重度振动的能力。这种类型的振动可能会扰乱部件的工作特性，特别是在重复压力造
成部件疲劳的情况下。 
为了模拟在加工和包装运输过程中的预期振动，振动将作用于部件表面或者引脚上。
测试设备须按照下表所示的简谐振动各测试级别进行对应测试，并要求至少标明支持其中一
个服务级别。 
表B-1  部件测试级别列表 
	服务级别 
	加速度峰值 (G) 
	移位pk-pk (in / mm) 
	交叉频率 (Hz)  
	最小/最大频率(Hz) 

	1 
	20 
	0.060 / 1.5 
	80 
	20 / 2000 

	2 
	10 
	0.040 / 1.0 
	70 
	10 / 1000 

	3 
	3 
	0.030 / 0.75 
	45 
	5 / 500 

	4 
	1 
	0.020 / 0.5 
	31 
	5 / 500 

	5 
	0.3 
	0.010 / 0.25 
	24 
	5 / 500 

	6 
	0.1 
	0.005 / 0.125 
	20 
	5 / 500 

	7 
	0.01 
	0.001 / 0.039 
	14 
	5 / 500 

	8 
	0.001 
	0.0005 / 0.0127 
	6.2 
	5 / 500 



[bookmark: _Toc174712113]附录C 高频文件列表 
	文件 
	文件
标识
符 
	文件
类型 
	记
录
个
数 
	标签长度
	记
录
长
 度
	文
件
长
 度 
	缺省
内容
（16
进制） 
	读取
权限 
	更新
权限 
	失效权
限 
	激活权
限 
	文件
映射 
	远
程
文
件
管
理
(RF
M) 

	USIM 
	7FF0  
	USIM 
ADF 
	AID：遵照 ETSI TS 101.220要求 
7FF0为 USIM ADF 的 Dfname 

	Keys 
	6F08 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 33 
	07FF…
FF 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	  
	  

	Keys
PS 
	6F09 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 33 
	07FF…
FF 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	  
	  

	LOCI 
	6F7E 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 11 
	FFFFF
FFF 
64F00
0 
0000 
FF 01 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	与
GSM
目录
中对
应文
件映
射 
	支
持 

	PSLO
CI 
	6F73 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 14 
	FFFFF
FFF 
FFFFF
F 
64F00
0 
0000 
FF 01 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	  
	支
持 

	STAR
T-HF
N 
	6F5B 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 6 
	F0 00 
00 F0 
00 00 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	  
	  

	NETP
AR 
	6FC4 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 46 
	FF…FF 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	  
	  

	EPSL
OCI 
	6FE3 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 18 
	FFFFF
FFFFF
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	 
	支
持 

	
	
	
	
	
	
	
	FFFFF
FFFFF
FFFF 
64F00
0 
0000 
01 
	
	
	
	
	
	

	EPSN
SC 
	6FE4 
	线性
记录
文件 
	1 
	 
	1
 0
0 
	10
0 
	FF...FF 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	 
	支
持 

	GSM
-ACC
ESS 
	5F3B 
	GSM-
ACCE
SS 目
录 
	USIM ADF 中的 DF 

	Kc 
	4F20 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 9 
	FF...FF
07 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
	与
GSM
目录
中对
应文
件映
射 
	

	KcGP
RS 
	4F52 
	透明
文件 
	 
	  
	  
	 9 
	FF...FF
07 
	PIN1 
	PIN1 
	ADM1 
	ADM1 
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